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Nationales Vorwort 

Das internationale Dokument IEC 40/2761/CD:2020 �Fixed resistors for use in electronic equipment � Part 8: 
Sectional specification � Fixed surface mount resistors� (CD, en: Committee Draft) ist unverändert in diesen 
Norm-Entwurf übernommen worden. Dieser Norm-Entwurf enthält eine noch nicht autorisierte deutsche 
Übersetzung. 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung des CD entsprechend 
der diesbezüglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen 
Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen IEC-Text. 

Das internationale Dokument wurde vom TC 40 �Capacitors and resistors for electronic equipment� der 

Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und unterliegt dem Copyright der IEC . 
Das Dokument wurde den nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt. 

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und das Europäische Komitee für Elektrotechnische 
Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf für eine Internationale 
Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: 
Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf für eine Europäische Norm gestellt wird, um eine 
Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dokumente, die bei CENELEC als 
Europäische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverändert als Deutsche Normen zu 
übernehmen. 

Da der Abstimmungszeitraum für einen FDIS bzw. Schluss-Entwurf FprEN nur 6 Wochen beträgt, und dann 
keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden können, sondern nur noch eine �JA/NEIN�-
Entscheidung möglich ist, wobei eine �NEIN�-Entscheidung fundiert begründet werden muss, wird bereits der 
CD als DIN-Norm-Entwurf veröffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit frühzeitig be-
rücksichtigen zu können. 

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium GK 613 �Widerstände� der DKE  Deutsche 
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zuständig. 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DKE (www.dke.de) und DIN 
(www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe 
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich 
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments. 

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ergibt sich, 
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. 
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als 
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. IEC ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Das Original-Dokument enthält Bilder in Farbe, die in der Papierversion in einer Graustufen-Darstellung 
wiedergegeben werden. Elektronische Versionen dieses Dokuments enthalten die Bilder in der originalen 
Farbdarstellung. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 60115-8:2013-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Definitionen von Produkttechnologien und Produktklassifikationsstufen der Fachgrundspezifikation, 
IEC 60115 1:2020 wurden übernommen; 

��������	��
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b) die neue Bauform der Querwiderstände (RT) wurde in 3.1.5 und 4.2.2 hinzugefügt, um Widerstände mit 
breiten Anschlüssen abzudecken, die mittlerweile auf dem Markt üblich sind; 

c) die empfohlene Prüfleiterplatten in 5.2.2 wurden überarbeitet, so dass die Marktnachfrage nach 
Widerständen mit höherer Nennleistung erfüllt werden;  

d) die �Hochspannungsüberlast-Prüfung mit periodischen Impulsen� aus IEC 60115 1:2020, 8.3, wurde in 
5.3.8 als standardmäßiges Prüfverfahren verwendet und ersetzt somit die �Überlastprüfung mit 
periodischen Impulsen� aus IEC 60115 1:2020, 8.4;  

e) die überarbeitete Lötbarkeitsprüfung aus IEC 60115 1:2020, 11.1, wurde in 5.3.21 und 5.3.22 
übernommen; 

f) die kombinierte Lösemittelbeständigkeitsprüfung aus IEC 60115 1:2020, 11.3, wurde in 5.3.24 
übernommen;  

g) die �Dauerprüfung bei Raumtemperatur� aus IEC 60115 1:2020, 7.2, wurde in 5.4.1 als optionale Prüfung 
übernommen; 

h) Die �Hochspannungsüberlast-Prüfung mit Einzelimpulsen� aus IEC 60115 1:2020, 8.2, die mit der 
Impulsform 10/700 in 5.3.7 angewendet wurde, wird in 5.4.2 durch die optionale alternative Impulsform 
1,2/50 ergänzt; 

i) Klimaprüfungen für den �Betrieb bei niedriger Temperatur� aus IEC 60115 1:2020, 10.2, und für �Feuchte 
Wärme, kontant, beschleunigte Prüfung� aus IEC 60115 1:2020, 10.4, wurden in 5.4.4 bzw. 5.4.5 
übernommen; 

j) in 6.2 wird ein neuer Leitfaden für die Darstellung von Anforderungen an die Stabilität mit ihren 
zulässigen absoluten und relativen Abweichungen bereitgestellt; 

k) in 6.5 und in Anhang B wurden Abnahmekriterien für die Sichtprüfung hinzugefügt; 

l) in 6.5.3 und 7.2 wurde die Sichtprüfung für die primäre und umhüllende Verpackung hinzugefügt; 

m) die regelmäßige Bewertung von Anschlussbeschichtungen wurde in 9.8 als neues Thema für die 
Qualitätsbewertung hinzugefügt; 

n) die überarbeitete Prüfabschnittsnummerierung von IEC 60115 1:2020 wurde angewendet; 

o) Anhang B der alten Version wurde zum normativen Anhang A geändert, um anderen 
Rahmenspezifikationen zu entsprechen; 

p) ein informativer Anhang C wurde hinzugefügt, um die Anforderungen an die Arbeitsausführung für die 
Montage zusammenzufassen. Dieser gilt jedoch nicht für allgemeine oberflächenmontierbarer 
Festwiderstände, daher wird er in diesem Dokument leergelassen, aber reserviert; 

q) Anhang A der alten Version wurde zum normativen Anhang D geändert, um anderen 
Rahmenspezifikationen zu entsprechen; 

r) ein informativer Anhang E wurde hinzugefügt, um einen Leitfaden für optionale und/oder zusätzliche 
Prüfungen bereitzustellen; 

s) ein informativer Anhang F wurde hinzugefügt, um eine typische Temperaturerhöhung der empfohlenen 
Prüfleiterplatten bei der Dauerprüfung bei der Nenntemperatur 70 �C zu zeigen; 

t) ein informativer Anhang G wurde hinzugefügt, um den Grund für extrem breite Kupfer-Leiterbahnen bei 
manchen empfohlenen Prüfleiterplatten zu erläutern; 

u) ein informativer Anhang X wurde hinzugefügt, um eine Verweisliste zum Vorgängerdokument dieser 
Spezifikation bereitzustellen. 

��������	��
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Festwiderstände zur Verwendung in Geräten der Elektronik � 
Teil 8: Rahmenspezifikation � 

Oberflächenmontierbare (SMD) Festwiderstände  

1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil von IEC 60115 gilt für oberflächenmontierbare SMD (en: surface mount device)-Festwiderstände 
zur Verwendung in Geräten der Elektronik. 

Diese Widerstände werden üblicherweise nach Bauarten (unterschiedliche geometrische Formen) und 
Bauformen (unterschiedliche Maße) sowie nach der Produkttechnologie beschrieben. Diese Widerstände 
haben metallisierte Anschlüsse und sind hauptsächlich für die direkte Montage auf Leiterplatten vorgesehen. 

Diese Norm legt für die beschriebene Art von Widerständen die bevorzugten Bemessungs- und Kennwerte 
fest, wählt aus IEC 60115-1 die geeigneten Qualitätsbewertungsverfahren, Prüfungen und Messverfahren 
aus und nennt allgemeine Prüfanforderungen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen 
gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in 
Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

IEC 60062:2016, Marking codes for resistors and capacitors 

IEC 60068-1:2013, Environmental testing � Part 1: General and guidance  

IEC 60068-2-1, Environmental testing � Part 2-1: Tests - Test A: Cold  

IEC 60068-2-2, Basic environmental testing procedures � Part 2-2: Tests - Tests B: Dry heat 

IEC 60068-2-6:2007, Environmental testing � Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal) 

IEC 60115 1:2020, Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification 

IEC 60286-3:2019, Packaging of components for automatic handling - Part 3: Packaging of surface mount 
components on continuous tapes 

IEC 61193-2:2007, Quality assessment systems � Part 2: Selection and use of sampling plans for inspection 
of electronic components and packages 

IEC 61760-1:2006, Surface mounting technology � Part 1: Standard method for the specification of surface 
mounting components (SMDs) 

3 Begriffe 

3.1 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 60115-1:2020, 3.1 und die folgenden 
Begriffe. 
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3.1.1 
zylindrischer (RC-)Widerstand 
mechanische Konstruktion eines Bauelements mit metallischen Anschlüssen zu beiden Seiten entlang der 
Längsachse des zylindrischen Bauelementekörpers 

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Diese Produktreihe wird allgemein als MELF bezeichnet. Sie unterscheiden sich jedoch 
von und stehen in keiner Beziehung zu MELF-Dioden. 

3.1.2 
Lastabsenkungskurve 
Kurve, die die maximal zulässige Belastbarkeit bei Anschlussteiltemperaturen zwischen der oberen und 
unteren Kategorietemperatur darstellt  

3.1.3 
rechteckiger (RR-)Widerstand 
mechanische Konstruktion eines Bauelements mit metallischen Anschlüssen zu beiden Seiten entlang der 
Längsachse des rechteckigen Bauelementekörpers  

3.1.4 
Anschlussteiltemperatur 
ϑt 

Temperatur, die am Anschlussteil oder dem Verbindungsteil des Widerstands gemessen wird, der im 
Allgemeinen an die Leiterplatte angeschweißt ist 

3.1.5 
Querwiderstand (RT) 
mechanische Konstruktion eines Bauelements mit metallischen Anschlüssen zu beiden Seiten entlang der 
Querachse des rechteckigen Bauelementekörpers  

3.1.6 
drahtgewickelter (RW-)Widerstand 
Bauelement, das drahtgewickelte Elemente im Bauelementekörper nutzt, deren mechanische Konstruktion 
von der erforderlichen Spezifikation abhängig ist 

3.2 Produkttechnologien 

Die Definitionen von Produkttechnologien sollen dem Leser einen Leitfaden über die Vielzahl der 
Technologien zur Herstellung von Widerständen geben und deren Identifizierung erleichtern. 

Für die Zwecke dieses Dokuments gelten die folgenden, in IEC 60115-1:2020, 3.2, beschriebenen 
Produkttechnologien: 

� Metallschichttechnologie; 

� Metallglasurtechnologie; 

� Kohlenstoffschichttechnologie; 

� Drahtwiderstände; 

� Metallfolientechnologie; 

� Metallbandtechnologie. 
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